
國立嘉義大學「半導體元件整合學程」修習要點 

114年4月9日113學年度第4次院課程規劃委員會議通過 

114年5月6日113學年度第2學期教務會議通過 

一、 國立嘉義大學（以下簡稱本校）為強化「半導體科技」之探索應用與創新服務專業人

才之培育能力所需，提供學生多元的發展及選擇，規劃「半導體元件整合探索應用技

術」跨領域專業人才之培育課程與學分學程構想，特別參與中臺灣半導體（臺灣國立

大學系統）人才培育計畫聯盟學校、台積電半導體學程系統，並設置「半導體元件整

合學程」（以下簡稱本學程）。 

二、 依據本校跨領域學分學程設置辦法，由本校理工學院成立「半導體元件整合學程」委

員會（以下簡稱本學程委員會）負責規劃及執行相關事宜。本學程委員會設置委員四

～六人，由院長遴聘參與本學程核心課程學系之專任教師組成之，任期一學年，學程

召集人由理工學院院長擔任，並指定其中委員一人承辦相關業務。 

三、 本校各學系大學部或碩士班之在學學生在申請修習本學程前一學期之修習學分及格數

達二分之一（含）以上，得申請修習本學程。 

四、 申請修習本學程之學生，應通過本學程委員會之甄選，未通過甄選學生亦可修習本學

程課程，惟各課程之修習以具有學程資格之學生為優先。各課程其它修習條件，依據

授課教師要求訂定之。 

五、 本學程學生之甄選，由本學程委員會負責審查，每學期辦理乙次。 

六、 本學程修習學分應修習至少30學分，其中必修學程科目至少3門、必選修學程科目至

少5門、選修學程科目至少3門，又30學分中至少有9學分必須不屬於學生主修、雙主

修、輔系之必修科目，其餘必選修屬性於本學程的課程地圖規範之。學生可申請選修

性質相近課程抵免本學程規劃之課程，以3學分為限。申請時需提供抵免課程內容及

成績證明等資料，送本學程委員會審查同意後，始可抵免。本學程之課程地圖如表一

所示。 

七、 學生修習本學程各科課程之成績，計入當學期學業平均成績，本學程各科成績及格分

數，依本校學則規定辦理。 

八、 學生每學期修習本學程科目學分，併同主修系所科目學分計入學期修習科目學分總數，

其學分總數應依本校學則辦理。 

九、 修滿本學程規定學分數且成績及格之學生，經主修系所主管及本學程委員會認定後，

得向教務處申請核發本學程修習證明書。修滿本學程規定科目數者，可另外再向台灣

積體電路製造股份有限公司申請授予「學程修畢證明書」。 

十、 學生進入本學程後，所修非本學程開設之重點課程，不得申請抵免。 

十一、學生已具本學程修習資格，且持續於本校就讀碩士班者，得繼續修習本學程，其已修

習之學分數得合併計算。 

十二、本要點未盡事宜依相關法令規定辦理。 

十三、本要點須經院課程規劃委員會議、教務會議通過後施行，修正時亦同。 



表一、國立嘉義大學「半導體元件整合學程」課程地圖 

一、必修（3選3） 

項次 學程科目名稱 採認課程名稱 學分數 開課學校/系所 課程程度 備註 

1 電子學一 電子學（I） 3 嘉大/電物系 大學部  

電子學（I） 3 嘉大/電機系 大學部  

電子學 3 嘉大/機械系 大學部  

2 半導體元件物

理 

半導體元件物理（I） 3 嘉大/電物系 研究所  

半導體元件物理 3 嘉大/電物系 大學部  

半導體元件 3 嘉大/電機系 大學部  

3 半導體製程 半導體製程技術導論 3 嘉大/電物系 研究所  

半導體工業技術 3 嘉大/電物系 研究所  

半導體製程技術 3 嘉大/機械系 大學部  

 

二、必選修（9選5） （必選修可抵選修） 

項次 學程科目名稱 採認課程名稱 學分數 開課學校/系所 課程程度 備註 

1 電路學 電路學（I） 3 嘉大/電物系 大學部  

電路學（I） 3 嘉大/電機系 大學部  

電路學 3 嘉大/機械系 大學部  

2 電子學二 電子學（II） 3 嘉大/電物系 大學部  

電子學（II） 3 嘉大/電機系 大學部  

3 工程數學二 

（向量、矩

陣、傅立葉轉

換） 

工程數學（II） 3 嘉大/電物系 大學部  

工程數學（II） 3 嘉大/電機系 大學部  

工程數學（II） 3 嘉大/生機系 大學部  

工程數學（II） 3 嘉大/機械系 大學部  

工程數學（II） 3 嘉大/土木系 大學部  

線性代數（II） 3 嘉大/應數系 大學部  

線性代數 3 嘉大/資工系 大學部  

4 固態物理導論 固態物理導論（I） 3 嘉大/電物系 研究所  

固態物理導論 3 嘉大/電物系 研究所  

5 電磁學 電磁學（I） 3 嘉大/電物系 大學部  

電磁學 3 嘉大/電機系 大學部  

6 積體電路設計

導論 

超大型積體電路設計 3 嘉大/電物系 研究所  

VLSI導論 3 嘉大/電機系 大學部  

7 電子薄膜科技 薄膜科學與技術 3 嘉大/電物系 研究所  

8 材料分析與檢

測 

奈米材料特性分析技術 3 嘉大/電物系 研究所  

材料科學概論 3 嘉大/電物系 研究所  

微奈米分析技術 3 嘉大/應化系 大學部  

9 實驗設計與統

計應用 

實驗設計 3 嘉大/應數系 大學部  

統計學（I） 3 嘉大/應數系 大學部  

試驗設計與分析 3 嘉大/生機系 研究所  

工程統計 3 嘉大/生機系 大學部  

 



三、專業選修（8選3） 

項次 學程科目名稱 採認課程名稱 學分數 開課學校/系所 課程程度 備註 

1 量子力學導論 量子力學導論 3 嘉大/電物系 大學部  

量子物理（I） 3 嘉大/電物系 大學部  

量子化學導論 3 嘉大/應化系 大學部  

2 半導體元件設

計與模擬 

微奈米計算導論 3 嘉大/應數系 大學部  

3 元件量測 光電量測與分析 3 嘉大/電物系 研究所  

4 應用光電子學 光電子學 3 嘉大/電物系 研究所  

光電半導體元件 3 嘉大/電物系 研究所  

5 同調光及電子

繞射顯微術 

電子束顯微與微影 3 嘉大/電物系 研究所  

6 微機電技術 微奈米系統設計 3 嘉大/生機系 大學部  

7 異質整合製造

與技術 

（三門微學分

課程都要完

成） 

3D與異質整合系統(英) 1 中興大學/工

學院 

研究所 暑期線上

微學分課

程 3DIC 堆疊之晶圓接合

(英) 

1 中興大學/工

學院 

研究所 

先進3DIC 堆疊技術(英) 1 中興大學/工

學院 

研究所 

8 半導體實務 

（不計入畢業

學分，但計入

學程採認） 

半導體設備元件基礎 0 台積新人訓

練中心 

大學部/

研究所 

無學分，憑

台積新人訓

練中心頒發

的結訓證書

抵修 

半導體機台基礎 0 台積新人訓

練中心 

大學部/

研究所 

註：同一學程科目僅可選擇一門「採認課程名稱」提出申請一次。 



 

國立嘉義大學「半導體元件整合學程」修習申請表 

國立嘉義大學        學年度 第    學期 

收件編號  錄取學程編號  

 

主修系所

全稱 
 年級 年      班 

姓名  學號  日期 年    月    日 

通訊電話 電話： 行動電話： 

E-mail  

主修系所

主管意見 

 

 

(簽章) 

指導教授意願

(大學部免簽) 

 

 

(簽章) 

檢附資料 □ 本校歷年成績單（已修讀他校相關學分者請另附成績證明文

件） 

資格審查 □ 合乎修習學程條件 

□ 不合乎修習學程條件 

 (原因說明：                                          ) 

審 查 結 果 

□ 具申請資格 

□ 不具申請資格 

承辦人 

 

 

(簽章) 

甄選結果 □ 錄取      □ 不錄取 備註  

承辦人  召集人  

填表說明： 

1.粗線框內係供本學程委員會作業用，申請人請勿填寫。 

2.本表僅供一人填寫，歡迎自行影印。 

3.表格填寫完畢，繳交至主修學系系辦，經系所主管核定後轉院辦公室。 

4.如有錄取會再另行通知。 



5.如有任何問題，請來電詢問召集人。 



 

國立嘉義大學「半導體元件整合學程」規劃書 

114年4月9日113學年度第4次院課程規劃委員會議通過 

114年5月6日113學年度第2學期教務會議通過 

一、學程名稱：國立嘉義大學「半導體元件整合學程」。 

二、設立宗旨： 

國立嘉義大學（以下簡稱本校）為強化「半導體科技」之探索應用與創新服務專業人才

之培育能力所需，提供學生多元的發展及選擇，規劃「半導體元件整合探索應用技術」

跨領域專業人才之培育課程與學分學程構想，特別參與中臺灣半導體（臺灣國立大學系

統）人才培育計畫聯盟學校、台積電半導體學程系統，並設置「半導體元件整合學程」

（以下簡稱本學程）。 

三、教育目標： 

本學程呼應國家半導體科技產業發展願景，並據以制定半導體元件整合探索應用技術跨

領域專業人才培育之教育目標，研訂出有效實踐教育理想的目標規劃，並據以發展出課

程規劃策略與實施原則： 

（一）培育具基礎半導體科技探索應用素養之人才。 

（二）培養具半導體元件整合探索應用技術之專才。 

（三）培育具半導體科技探索應用跨領域視野之專業人才。 

四、預期成效： 

預期透過本學程的修習，可讓學生具備基礎半導體科技探索應用設計能力，並強化學生

半導體元件整合探索應用技術實務能力與知識和就業競爭力。 

五、核心能力： 

（一）基礎半導體科技探索應用設計專業知能。 

（二）半導體元件整合技術應用於探索解決問題的獨立思考與實現能力。 

（三）半導體科技與各專業之跨領域協調能力。 

六、課程地圖： 

如表一所示。 

七、產業連結說明： 

台灣半導體科技產業已在成熟發展狀態，世界頂尖的半導體先進製程技術對人才的需求

也因而增加，為了提升台灣半導體科技產業所需人才的質與量，本校配合國家政策積極

投入半導體科技產業人才培育，提供修習本學程之學生能具備清楚且完整的半導體科技

產業相關知識架構，協助學生接軌產業發展趨勢，讓學生在進入職場前就能具備半導體

科技產業領域的專業知識與競爭力，使其在畢業後加速發揮所學，投入日益精密的半導

體科技產業發展，支持半導體科技產業持續建立長期競爭優勢，以因應全球化競爭與挑



戰。 

八、課程結構說明： 

本學程修習學分應修習至少30學分，其中必修學程科目至少3門、必選修學程科目至少5

門、選修學程科目至少3門，又30學分中至少有9學分必須不屬於學生主修、雙主修、輔

系之必修科目，其餘必選修屬性於本學程的課程地圖規範之。學生可申請選修性質相近

課程抵免本學程規劃之課程，以3學分為限。申請時需提供抵免課程內容及成績證明等

資料，送本學程委員會審查同意後，始可抵免。 

九、非正式課程規劃： 

半導體實務（半導體設備元件基礎、半導體機台基礎等）課程不計入畢業學分，但計入

學程採認。雖無學分，但可憑台積電公司新人訓練中心頒發的結訓證書抵修一門專業選

修課程。 

十、師資規劃： 

主要由本校理工學院各學系與半導體科技專長相關教師擔任授課，並由中臺灣半導體

（臺灣國立大學系統）人才培育計畫聯盟學校、台積電半導體學程系統提供支援部分專

業選修課程。 

十一、多元教學法設計： 

「半導體實務」課程為以「半導體設備及機台基礎操作學習」的多元教學法。 

十二、學習輔導： 

學習課程進路由學程召集人擔任，各課程由授課教師及指定之教學助理進行學習輔

導。 

十三、就業輔導： 

就業輔導由學程召集人推薦。 

十四、學生學習成效： 

由學程授課教師進行評量。 

十五、跨院系協調機制： 

由本學程委員會召開會議進行。 


